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1. はじめに

　近年，スマートホンを代表とする電子機器の小型化と多
機能化に伴い，半導体やプリント配線板の高集積化・高密
度化がますます加速している。
　また一方では，製品の信頼性をより向上させるため，開
発から製造までの各現場では製品の製造や検査にさまざま
な工夫や改善を取り入れ顧客のニーズに対応しているのが
現状である。
　特に実装基板の電気検査では多くの場合，プローブピン
やコネクタなどで実際の基板にコンタクト（接触）をする
必要があるが上述のような背景で「見えない・触れない」
テスト対象を取り扱う頻度が増している。
　本稿では，実装基板の生産数量と信頼度要求レベルの違
いから求められる，最近の実装基板の電気検査の動向につ
いて一部の事例を紹介しながら述べる。

2. 実装基板の品質保証

2.1	 まえがき

　電子機器の製品出荷時には，機器・システムの価格・用
途・信頼性要求レベルに関わらずどの製品でも完成品とし
ての動作試験（システム検査）が行われる。

　これらの製品に組み込まれる実装基板は，製品完成後の
システム検査の前に，実装基板の状態でも外観検査や電気
検査を行い品質保証している。
　実装基板の電気検査は主に，①部品の故障や部品実装上
の不具合（接続部のオープン・ショート，部品搭載の誤り）
の検査と，②実装基板の持つべき機能検査とに分かれる。
前者の検査を担うのがインサーキットテスト（以下 ICT）お
よびバウンダリスキャンテストであり，後者の検査はファ
ンクションテスト（以下 FCT）と呼ばれる。通常 ICTで実
装基板の構造上の不良の有無を検出してから FCTを行うの
が良いとされ，ICTと FCTを兼ねたテスタも市販されてい
る。
　しかし ICT・FCTのいずれも今日，テストの有効性が大
きく低下してきている。こうした状況から装置メーカでは
装置の要素である実装基板に対して，設計工程からの品質
の作り込みに取り組む動きが多い。
　図 1にそれらの取り組みの概要を示す。具体的には，装
置のシステム設計の段階から，その製品に対する製造現場
での製品作りのノウハウや検査手法をレビューし，設計段
階から考慮すべき事項を確認する。同時に設計者は，製造
方法や検査方法に対する理解を深め，以降の設計段階でも
新たな課題に気づいた場合，直ちに対処できるような体制
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図 1.　上流設計工程での製造・検査品質の作り込み

 

 

 

 

  
 


